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症候群サーベイランス
―感染症流行の早期探知に向けて―
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貫通電極（TSV）を用いた 3 次元実装技術（TSV 技術と呼ぶ）に期待が寄せられている。
TSV 技術は、従来の微細化の追求に代わる実装技術のひとつとして注目されているが、
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対応予定が発表されている。これらはいずれも 3D対応 TV普及の阻害要因と考えられてきた 3D映像コン
テンツの絶対的不足の解消に寄与するものである。特にコンテンツを生成する 3D撮影カメラは重要で、
小型で取り扱い容易なものが新たに技術開発されてきた。3D対応 TVの今後の普及動向が注目される。
国 際 家 電 展 示 会：2010 International Consumer 
Electronics Show（2010 年 1 月7 ～10 日、米国ラスベ
ガスで開催）において、韓国と日本を中心とした企業数
社が 3 次元表示対応テレビ（以下、3D 対応 TV）を展
示発表した。出展された 3D 対応 TVの多くは、液晶
シャッター付きの専用メガネを用いて左右の眼に別々
の画像を提示して立体映像を得させるものであった。
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1） Q. Wang et al., “High-water-content mouldable hydrogels by mixing clay and a dendritic binder” Nature, Vol. 463, 
339, （2010）
















により約 10％の CO2削減が見込まれている。システムを搭載した 2隻のモジュール船によりCO2削減
効果を実証して、実運用に移行する計画である。
国際的な船舶運航に伴うCO2 排出量は、2007 年の
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2   症候群サーベイランスとは
症候群サーベイランス




































































































































※1　OTC医薬品：OTC とはOver the counter（カウンター越し）の略で、薬局や薬などで処方箋無しで買える薬
をいう。薬局・薬店などでカウンター越しに、薬剤師から患者へ薬を手渡す様子を表現した言葉である。
■用語説明■



















局 か ら の 回 答 で は 5,500 ド ル ～




学 会（International Society for Dis-
ease Surveillance, ISDS）が 実 施 し
たものである。2007 年 8 月～ 2008
年 2 月に米国 CDC の資金で緊急時
対策を共同契約した全米 59 の公衆
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の 送 受 信 に は VPN（Virtual Pri-







































事件、また 2002 年末～ 2003 年の
SARS 発生が契機となって研究開












向が顕著である。Yan らが 1997 年
























3   症候群サーベイランスの研究開発と実用化への試み　―国内外の動向―











































た 2002 年 5 ～ 6 月の FIFA ワール
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図表 6　国あるいは国際レベルでの主な症候群サーベイランス（米国および 3─2、3─3 の事例を除く）
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2009 年 4 月、メキシコでの発生
が報告された新型インフルエンザ
は急速に世界へと広がり、2009 年












我が国では、2005 年 12 月に関
係省庁対策会議にて「新型インフル
エンザ対策行動計画」が策定された





































































2009 年 4 月 20 日から国立感染症
研究所により本格的に実施されて
いる。具体的には、院外処方箋
データを ASP（Application Service 
Provider）型で収集している全国




























一方、2009 年 9 月から、国立感
染症研究所による学校欠席者サー











































































表した。前者では、2004 年 3 月～






















Sentinel Providers Surveillance 
Network）では、情報の収集・解析



























































と 16）、過去 5 年間（2003 年～ 2007
年）に米国 9 地域から週毎に報告さ
れたインフルエンザ様患者の割合
と Google Flu Trends で得られた
推測データとを比べたところ、2
者は強い正の相関を示した（相関係
数 0.80─0.96）。また 2007 年～ 2008
年の季節性インフルエンザ流行
シーズンにおいて、同じ 9 地域を
対象に Google Flu Trends による
サーベイランスを試行したところ、
米国 CDC のデータ公表より 1 ～ 2







て Google Flu Trends が 1 週 間 早
く示したことが報告されている 17）。
2008 年 11 月の公開当初は、米国




2009 年 10 月 8 日には日本や欧州各
国が追加され、2010 年 3 月現在で
計 20 カ国が対象になっている。
科 学 技 術 動 向　2010年 4月号
1
4    今後の展開への課題

























































































































































































































































































































5    その他の重要な視点
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コ ン 貫 通 電 極（TSV：Through-
silicon via）を使った実装技術（以
下、TSV 技術と呼ぶ）が研究され























































































積して 1 つの LSI 部品にまとめあ
げるという、LSI の設計手法であ


























（＊）　実装密度は、（LSI チップの積層枚数）／（1つの LSI チップ間接続の直径）を指
標としており、直径 30μmの配線で 2枚の LSI チップを積層したワイヤボンディ
ングの場合を「1」として正規化している。　
2   シリコン貫通電極（TSV）技術とは
3次元 LSI 実装のための TSV 技術の研究開発動向
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ディングなどで LSI チップ間を電





りに TSV で電気接続する 3 次元実





ニアス LSI）、あるいは LSI チップ




図表 4 は、もともと 2 次元の設
計手法であった SoC を 3 次元に発
想転換し、3 次元実装を実現する
例を説明している。2 次元平面に


























































































































































3次元 LSI 実装のための TSV 技術の研究開発動向











1 μm とすれば、1mm 四方のなか
に、TSV を 100 万本まで形成でき
る。ただし、LSI 部品内で使われ




















TSV を介して LSI チップ内の電気
配線を接続する工程から成る。
まずは、シリコン基板に穴を開





























































3   TSV 技術に関わる研究開発課題





































































（Face to Face）と、LSI を同方向に
縦 積 み に し て 貼 り 合 わ せ 方 法
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3次元 LSI 実装のための TSV 技術の研究開発動向







































































































































































































































































3次元 LSI 実装のための TSV 技術の研究開発動向
















米 国 SEMATECH で は、TSV
技術開発のプログラム「3D Inter-
connect」を 2007 年 3 月に立ち上げ
ており、協業の参加者を呼び掛け
ている。その協業のターゲットは














































は、2004 年から TSV 技術への基
礎技術の取り組みを開始し、2006
年から IIAP（IMEC Industrial Affili-
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4   TSV 技術に関連する研究体制の具体例







































































































SI および PI 技術、テスト技術、熱
設計技術、研磨技術、TSV 技術を
















3次元 LSI 実装のための TSV 技術の研究開発動向
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